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科博达技术股份有限公司

关于 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度暨 2026年第一季度

业绩说明会于 2026 年 5月 27 日 15:00-17:00，在上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络互动的方式召开，就投

资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2026年 5月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露了《科博达技术股份有限公司关于召开 2025年度暨 2026年第一季度业

绩说明会的预告公告》（公告编号：2026-029）。

2026年 5月 27日，公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书赵泽元先生、

财务负责人朱迎春女士、独立董事吕勇先生出席了本次说明会，与投资者进行了

互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：请介绍下公司全球化相关布局及进展情况？

回复：在境外产能布局上，公司 2023年在日本设立第一个境外工厂，并于

当年底顺利投产。2025年，我们完成捷克工厂收购，随即推进团队与业务整合。

目前，捷克工厂已先后通过大众、宝马、保时捷三大国际车企的体系审核，为后

续订单落地与量产交付奠定了坚实基础。

2026 年，公司将着力提升捷克工厂规模化生产能力，增强产品在欧洲市场

的综合竞争力。凭借欧洲市场多年积淀的客户资源与运营经验，构建集产品研发、



生产制造、售后交付于一体的海外运营体系，推动海外业务实现从布局落地到高

效运营的升级，巩固全球化发展优势。

问题 2：捷克工厂目前是否已量产？预计何时贡献收入?

回复：捷克工厂是科博达全球化战略的重要布局，2025年 8月完成收购交

割，随后快速完成团队融合、产线建设与试生产；2025年 11月 LSG5产品首件

下线；2026年上半年，工厂连续通过大众、宝马、保时捷的严格审核并全部获得

绿灯，具备欧洲高端客户量产资质。相关产品预计 2026年上半年逐步启动量产，

并开始贡献收入。

问题 3：2026年公司预计哪些品类会实现较为显著的业绩提升？此外，除了

既有业务，公司在新品类或新产品方面有哪些布局？

回复：公司将持续夯实经营基础、优化资源配置，依托 “全球化 + 智能化”

双轮驱动，推进高质量发展。产品端持续加大中央计算平台、域控制器、智慧能

源、智能照明等品类的研发投入与市场拓展。2026 年相关业务数据，请以公司

定期报告为准。

问题 4：科博达智能科技的客户合作与项目推进情况怎么样？

回复：科博达智能科技聚焦汽车中央计算平台和智驾域控产品，核心客户包

括国际主流车企、国内合资品牌及国内自主品牌等，目前科博达智能科技已获得

4家国内、国际主流品牌车企的定点，其中 3家车企相关产品已实现规模化量产，

定点项目生命周期销售额预计超 200亿元。

问题 5：公司跟吉利集团哪些子品牌及有哪些零部件产品的合作？预计 26

财年营收情况？

回复：目前，科博达与吉利集团旗下吉利、极氪、极越等多个子品牌均建立

了合作关系。产品方面，主要涵盖智能保险丝盒 Efuse、主动进气格栅 AGS、底

盘控制器、电磁阀、USB等核心零部件。2026 年度，伴随吉利相关车型项目放

量，预计营收将实现稳步增长。

问题 6：公司可转债当前进度如何？

回复：公司可转债已取得证监会注册批复，当前正推进发行筹备工作，批复

有效期为 12个月。后续公司将结合市场环境择机启动发行，并根据项目实际进



展，严格依照监管规定及时履行信息披露义务。

问题 7：公司 2026年第一季度终端客户结构如何？

回复：2026年第一季度，公司前五大终端客户合计营收占比 52.29%，其他

客户营收占比提升至 47.71%。具体来看，前五大客户包括德国大众、一汽集团、

蔚来汽车、理想汽车、雷诺汽车。

问题 8：公司 2026年第一季度净利润同比下降的主要原因？

回复：2026年第一季度净利润同比下滑，主要系人民币升值产生约 3200万

元汇兑损失；同时公司持续加大研发投入，研发费用同比增长 26%。此外，智驾

域控等新品尚处于产能爬坡阶段，整体毛利水平阶段性偏低，多重因素共同影响

了当期利润表现。

问题 9：公司 2026年主要资本支出项目有哪些？

回复：根据预算，2026年公司合并资本支出计划约 5.6亿元，主要用于房屋

建筑物基建、设备设施建设、设备购置支出、产线建设等。

问题 10：2026年部分芯片等产品面临涨价，公司的原材料成本情况如何?

回复：自 2026年以来，车规芯片等原材料价格上行，对公司产品成本形成

一定压力。对此，公司通过与头部半导体供应商签订长期合作协议、开展战略备

货、推进 BOM优化等方式，积极对冲成本上涨带来的影响，综合来看，公司整

体成本风险处于可控范围。

问题 11：公司未来对于分红的预期和规划？

回复：公司制定了 2025-2027年三年股东回报规划，在保障公司长远发展的

前提下，持续维持稳定的现金分红水平，积极回报广大股东。2025年度现金分红

方案已确定并将按计划于 6月 1日实施。

此外，经 2025 年年度股东会授权，在经营、现金流等条件满足的情况下，

公司将择机开展中期分红。

问题 12：公司去年股权激励计划到期后，有无新的激励计划？

回复：公司始终重视核心人才的激励与绑定，并结合战略规划、经营情况与

人才梯队需求，对包括股权激励在内的长效激励工具进行研究与论证。截至目前，

公司暂无应披露未披露的股权激励计划或具体时间表。



特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年 5月 28日


